Technisches Datenblatt m

PARAT MSP®

Dichtstoff fiir Fugen in Parkettflachen

Anwendungsbereich
PARAT MSP® ist ein elastischer SMP-Dichtstoff, speziell fiir die Versiegelung von Fugen in Parkettflichen.

Eigenschaften

PARAT MSP® hartet durch Reaktion mit Feuchtigkeit aus Kontaktwerkstoffen und/oder Luft zu einer elastischen
Dichtmasse aus. Die Oberflaiche von PARAT MSP® kann nach einer Aushartezeit von ca. 24 Stunden geschliffen werden.
Die Versiegelung der Oberflachen mit handelstiblichen Anstrichstoffen ist nach erfolgter Hautbildung moglich.

Eigenschaften

- siliconfrei, d.h. keine Verunreinigung der Oberflache beim Schleifen
- schleifbar (nach einer Aushdartezeit von ca. 24 Stunden)

- schrumpfarm (< 3%)

- hervorragende Haftung zu den gangigen Parkettholzern

- lieferbar in gédngigen Holzfarben

- 16semittelfrei geméss TRG 610

Technische Daten

Basis: silanmodifizierte Polymere (SMP)

Hartungssystem: durch Reaktion mit Feuchtigkeit

Standvermogen: standfest; < 2 mm (DIN 52454-ST-U 26-23)

Dichte: ca. 1.6 g/cm? (DIN 52451-PY)

Hautbildung (+23 °C/50% r.F): ca. 30 min

Schrumpf: < -3% (DIN 52451-PY)

SHORE A Harte: ca. 45 (DIN 53505, 28 Tage bei 23°C/50% r.h.)

Aushértezeit: abhéngig von den klimatischen Bedingungen, tiberlackierbar nach Hautbildung
schleifbar nach ca. 24 Stunden

max. Bewegungsaufnahme: 15%, bezogen auf die Ausgangsbreite der Fugen

Temperaturbestandigkeit -30°C bis +80°C

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C (Oberfachentemperatur)

Farben: weil, Ahorn, Eiche hell, Eiche dunkel, Buche hell, Buche dunkel, Kirschbaum,

Nussbaum, Wenge
Lagerfahigkeit
12 Monate in ungeoffneten Originalgebinden — kiihl und trocken bei +5°C bis +25°C gelagert

Verarbeitungshinweise

Die Haftflichen miissen fest, trocken und frei von Schmutz, Staub, Fett, Ol und anderen Fremdstoffen sein. Kontaktwerk-
stoffe missen mit PARAT MSP® vertraglich sein und diirfen weder Bitumen noch Teer enthalten. Breite Fugen mit einer
PE-Rundschnur hinterflllen, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Fugenrdnder ggf. mit Selbstklebeband
abkleben. PARAT MSP® mit Druck auf die Fugenflanken unter Vermeidung von Lufteinschltissen gleichméssig ausspritzen.
Oberflache vor Beginn der Hautbildung mit entspanntem Wasser glatten. Klebeband danach sofort entfernen. Verunreini-
gungen im frischen Zustand vorsichtig entfernen (abschaben oder mit einem l&semittelgetrankten Lappen entfernen).

Verbrauch
Bei 5 x 5 mm? Fugenquerschnitt reicht eine Kartusche fiir ca. 12 Ifm. Fuge. Der Verbrauch lasst sich ndherungsweise aus
Fugenbreite (mm) x Fugentiefe (mm) = ml pro Ifm. Fuge errechnen.

Liefergebinde
290 ml Kartusche / 12 Stiick pro Karton

Technische Anderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblatter ihre Gultigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung
des Verbrauchers. Sie kénnen aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung flir das Gelingen lhrer Arbeiten kénnen wir nicht tibernehmen, da wir
auf die sachgemaRe Anwendung/Durchfiihrung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Falle emp-
fiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzanspriiche werden grundsétzlich ausgeschlossen.
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